
1．　は　じ　め　に

　移動体通信業界における第三世代（3G）の
規格化作業以降から，最も事業活動範囲を拡大
させたのは Qualcomm である。Qualcomm は，
携帯電話製品向けに CDMA 通信技術のライセ
ンス供与と通信チップの供給や委託生産を行っ
てきた。ところが，IEEE 802.16/16e と802.20
の規格化作業部会における Intel との抗争を契
機に，ARM からプロセッサ技術のライセンス
供与を受けて，機能統合型プロセッサ（SoC: 

System-on-a-Chip）の設計を開始し，委託生産
による SoC チップ製造事業にも参入した。ス
マートフォン製品市場が急速な成長を遂げる中
で，Qualcomm は Snapdragon シリーズの SoC

チップを大量供給し，2014年にはスマートフォ
ン向けの SoC チップ市場の52％のシェアを握
るに至った1）。ところが，スマートフォン製品
市場の成長に減速傾向が見え始めた2015年に，
Qualcomm の市場シェアが突如として10％も
下落した2）。

　本研究は，Qualcomm の2014年から2016年
Q1 の事業動向の中でも，グローバル市場とア
ジア地域における戦略的な活動を中心に分析し，
スマートフォン市場と半導体市場に対する将来
的な影響を広範に探るものである。半導体製造
事業では，Intel，TI，Micron 等のような従来
型の製造事業者は少数派となり，その他の事業
者は「ファブレス」「ファウンドリ」「IP ライ
センス事業者」等の専業化へ舵を切り，これら
の各事業分野において躍進の機会を探っている。
本稿では，2015年から2016年 Q1 にかけての半
導体市場をスマートフォン製品市場の変化の上
に重ねて，半導体製造市場の現状と今後の動向
に関する検証を行う。特に，スマートフォン製
品市場向けのファブレス事業者とファウンドリ
事業者の関係を注視しながら，半導体製造事業
者の動向を部品供給の観点から検証する。

2．　2015年のスマートフォン製品市場と
SoC チップ市場

　2016年 1 月27日，IDC から2015年のスマー
トフォン世界市場に関する速報値（表 1）が発
表された3）。表 1 に示すように，2015年の上位
三社は前年と変わらず，Samsung，Apple，
Huawei の順位であった。これら上位三社の総
出荷台数は，スマートフォン市場において初め
て 6億台を超えた。
　Samsung はスマートフォン市場において常
に市場の首位を独占してきたが，2014年から総
出荷台数はほとんど増加していない。Samsung

は首位の座を維持しているものの，市場シェア
を22％台にまで落としている。2013年の市場
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シェアが31％にも達していたことに遡れば，こ
の市場における存在感にも陰りが見え始めた。
　Apple は前年比において約3,880万台の出荷
数増となっている。2015年のこの市場における
業績は前年と同様に堅調であった。 3 位の
Huawei のこの市場における勢いは，2015年も
衰えをみせていない。この一年間の成長率は
44.3％にも及び，年間の出荷台数を遂に 1 億台
の大台へと乗せた。2013年の総出荷台数が約
4,900万台であったのに対して，この二年間で
倍増させたことになる。
　 4 位の Lenovo には大きな変化が見られた。

総出荷台数は前年より約1,460万台の増加を示
しているものの，前年比からの上昇率は急減し
ている。さらに，2015年の上位五社から LG の
名前が消え，Xiaomi がランクインしてきた。
8,000万台未満の総出荷台数の企業には，
Lenovo，Xiaomi，OPPO，Vivo，TCL 等の中国
企業が並び，LG もこの中の混戦に位置してお
り，僅差で Xiaomi に届かなかった。Samsung

と Apple の二強を，Huawei を先頭にして新興
中国企業が追い上げるという構図になった。
　表 2は2016年 Q1 の市況である。注目すべき
は，Samsung と Apple がともにマイナス成長

表 1　Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Calendar Year 2015 
Preliminary Data

Vendor 2015 Shipment 2015 Market 
Share

2014
Shipment

2014 Market
Share

Year-Over-Year 
Growth

Samsung 324.8　 22.70％ 318.2　 24.40％ 2.10％

Apple 231.5　 16.20％ 192.7　 14.80％ 20.20％

Huawei 106.6　 7.40％ 73.8　 5.70％ 44.30％

Lenovo4） 74 　 5.20％ 59.4　 4.60％ 24.50％

Xiaomi 70.8　 4.90％ 57.7　 4.40％ 22.80％

Others 625.2　 43.60％ 599.9　 46.10％ 4.20％

Total 1,432.90 100.00％ 1,301.70 100.00％ 10.10％

Lenovo + Motorola 73.9　 5.16％ 93.7　 7.20％ －21.10％

単位：100万台
（出所：IDC5））

表 2　Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Q1 2016 
Preliminary Data

Vendor 1Q16 Shipment 1Q16 Market 
Share 1Q15 Shipment 1Q15 Market 

Share
Year-Over-Year 

Change

Samsung 81.9 24.50％ 82.4 24.60％ －0.60％

Apple 51.2 15.30％ 61.2 18.30％ －16.30％

Huawei 27.5 8.20％ 17.4 5.20％ 58.40％

OPPO 18.5 5.50％ 7.3 2.20％ 153.20％

vivo 14.3 4.30％ 6.4 1.90％ 123.80％

Others 141.5 42.30％ 159.8 47.80％ －11.40％

Total 334.9 100.00％ 334.4 100.00％ 0.20％

単位：100万台
（出所：IDC6））
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を転じたことである。また，Lenovo と Xiaomi

がランク外へと消え，OPPO と Vivo がランク
インしてきた。Apple は－16.3％となり，前年
同期比において，約1,000万台も出荷台数が減
少している。表 2が示すように，スマートフォ
ン製品市場に大きな変化が生じ始めた。
　ただし，2015年 Q1 と2016年 Q1 の総出荷台
数にほとんど変化がないことにも，同時に認識
しておかなければならない。Samsung と Apple

のマイナス分と上位五社以外（表 2 中の
「Others」）の出荷台数分のマイナス分のほぼ合
計量が Huawei，OPPO，Vivo の三社の出荷台
数の増加分に相当する。
　この2016年 Q1 の変化についての詳細な分析
は，別稿7）において行っているため，ここでの
解説は割愛するが，この急激な変動は，半導体
製造事業の現状からの影響により生じている。
特に，SoC チップやベースバンドチップの生
産量と配分（供給量）が表 2の結果に大きく反
映されている。これは，普及価格帯製品向けの
ベースプラットフォーム用部品の供給量の不足
を示している。OPPO と Vivo のスマートフォ
ン製品の平均価格帯は200ドル台の前半であり8），
この価格帯以下の製品需要は衰えてはいない。
山本（2016）が指摘するように，スマートフォ
ン製品市場のボリュームゾーンが低価格帯へ移
行し始めているものの，このゾーンの部品供給
量に課題がある。
　図 1は，2015年のスマートフォン向けの SoC

チップ市場のシェアを表している。Qualcomm

を筆頭にして，Apple と Mediatek の二社がこ
れに続いている。これら三社の市場占有率は，
実に82％にも達する。ところが，Intel，IBM，
Samsung，TI 等の大手半導体製造事業者の名前
は，この図中には見当たらない。200億ドル超
の半導体製品市場において，最大手半導体製造
事業者の名前が出てこないのは奇異でしかない。
　図 1中の上位三社となる Qualcomm，Apple，

Mediatek の三社は，いずれもファブレス企業で
あり，実際のチップ製造は半導体製造事業者へ
委託している。つまり，この市場は完全な二重
構造となっていて，このグラフの裏側に大手半
導体製造事業者が隠れている。スマートフォン
製品市場には，最終製品組立事業者，SoC チッ
プやベースバンドチップのサプライヤー（ベー
スプラットフォーム供給事業者），その他のパー
ツサプライヤーが存在しているが，これらの
パーツサプライヤーの大多数はファブレスであ
る。一方において，Samsung のように半導体
製造事業者でありながら，自社製部品とファブ
レス企業から部品調達も組み合わせて，最終製
品組立事業まで行っているような企業も存在す
る。つまり，スマートフォン製品製造事業者を
表層として捉えると，三階層の業界構造になっ
ている。しかも，実際には半導体製造事業者の
陰には，IBM や ARM のような IP（Intellectual 

Property）ライセンス事業者が存在しており，
これを含めると四階層の業界構造となる。さら
に，各国の通信キャリア企業を最表層として捉
えると，五階層の業界構造になる。この多様性
と複雑性こそがスマートフォン製品市場の特徴
であり，表 1や表 2の数値指標だけでは，その
実態が非常に掴み難い要因にもなっている。

42%

21%

19%

18%

Qualcomm Apple Mediatek Other

（出所：Strategy Analytics9））
図 1　Smartphone AP Market 2015（$20.1 Billion）
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3．　半導体製造事業とライフサイクルモ
デル

　山本（2013）は，Intel の半導体製造事業と
PLC（Product Life Cycle）の概念を用いて，そ
の生産施設整備計画と販売戦略を BS（Bursting 

Start）として解説した。半導体製造事業では，
生産施設整備計画の効率化を計るために，ゼロ
スタートの原則の上に戦略的に PLC を採択し，
これを厳格に遂行していく。特に汎用 DRAM

事業のように，同一の容量と仕様の製品を品質
と価格の二面において競うビジネスでは，製
造・生産技術の開発とともに，規模の経済性に
関する優位性を求められる。このため，非常に
厳密な生産施設整備計画と巨額の設備投資の上
に，大規模な生産施設が建造される。この生産
施設では，最短化された導入期を経た後に最大
生産体制に入り，この投資分と利益を獲得しよ
うとする。
　半導体製造業界の熾烈な競争において，PLC

ベースでありながら，同質型競争からの離脱を
最初に試みたのが Intel であった。1990年代に
入り，Microsoft とともに，IBM の支配下から
脱した Intel は，独力でプロセッサ市場におけ
る統制力を確立しなければならなかった。汎用
DRAM 市場ほどに熾烈な競争ではなかったも
のの，AMD も含め，複数の競合企業が存在し
ていたこの当時に，PLC 上の導入期から成長
期の間を熾烈に競うような四期型 PLC ベース
の激しい生産競争を回避しようとした。なぜな
ら，Burgelman は「インテルでは，製品ロー
ドマップで示されているマイクロプロセッサ事
業の戦略を支えるために，需要が発生する前に，
何十億ドルもの設備投資を工場や装置に対して
行う必要があった。この設備投資に対して競合
他社が対抗するのは難しかったが，同時にこの
投資は同社に大きなリスクをもたらした10）」と
指摘する。半導体生産施設の整備計画では，

PLC をベースに巨額の投資が行われており，
一旦動き始めた戦略ロードマップを簡単に覆す
ことはできない。同様に，一度本稼働を開始し
た半導体製造施設は最大生産体制に入り，生産
量の調整を行うことも想定されない。大規模半
導体製造事業者は常にこのハイリスクと正対し
てきた。ここで Intel が採用した戦略こそが，
システムロックイン体制の構築とバースティン
グスタート（BS）であった11）。
　時間経過とともに半導体製品は常に進化して
きた。この進化は，論理回路設計の収容量の増
大と複雑化を，製造技術の革新と物理設計技術
の進歩によって相殺しながら成されてきた。換
言すれば，半導体製品製造技術と物理設計の進
化こそが情報技術革命を支えてきた。ただし，
最先端の製造技術を採用する生産施設（工作機
械類を含む）への投資額も同時に跳ね上がって
いった12）。例えば，Samsung は2017年までに
総額1.6兆円もの巨費を投じて最先端の半導体
生産施設整備を行うと公表した13）。最先端の半
導体生産施設では，自動化と無人化が極限まで
進められ，生産ラインに立ち並ぶのは超精密工
作機械類だけである。Samsung の投資額から
も分かるように，この市場におけるキープレイ
ヤーの地位を維持するためには莫大な先行投資
を要する。
　表 3 は IC Insights が公表した2016年 Q1 に
おける主要な半導体製造事業者の売上高である。
スマートフォン製品市場の実態は，実はこの表
の裏側に隠れている。2016年 Q1 における Apple

の出荷台数の急減は，Apple への SoC チップ
の供給を担っている TSMC と Samsung の二
社の売上高に間接的に反映される。この表 3に
表れているように，Apple の最新機種への SoC

チップ生産を委託されている TSMC の業績が
前年同期比において約12％も下がっている。表
2 が示すように，Apple の2016年 Q1 のスマー
トフォン製品の出荷台数は約16.3％の減少と
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なっている。上記したように，半導体製造事業
では原則として減産調整は行われない。ところ
が，Apple と TSMC の関係では，Apple 上位
の生産委託であること，加えて Apple 設計の
Apple 製品専用の SoC チップの生産であるた
めに，Apple からの受注量が減少すれば，減産
体制を採るしかない。これは，Apple 向けの生
産施設整備を行った TSMC にとって大きな打
撃である14）。また，これは Apple が事業戦略
上の生産計画を大きく見直し始めたことを示し
ている15）。
　ただし，この表 3を参照する際には注意が必
要となる。そのため，ここでは IC Insights の情
報を画像としてそのまま掲載している。この表
中に掲載されている企業は，大別して三種の半
導体製造事業者に分類される。第一が TSMC

や GlobalFoundries のような受託型の半導体製
品製造事業であり，この専業者（ファウンドリ）
である。第二が，Apple や Qualcomm のように
チップ等の設計のみを行い，半導体生産は委託

し，自社生産を行わない所謂「ファブレス」の
企業である。第三は，Samsung や Micron のよ
うな自社製品や受託生産を含む，多様な半導体
ビジネスに係る企業である。Intel は自社ブラ
ンド製品生産の専業者であるが，Intel 傘下に
収めた Altera17）の扱い上において，表中で注
記を受けている。
　この表 3について認識すべき点は二つある。
一つは，Qualcomm と Apple の減産の影響を受
けた TSMC の二社を除外すると，大きなマイ
ナスを出しているのは Micron と SK Hynix の
二社である。この二社は LSI とメモリー類の製
造を主業としており，この二社に Samsung を
加えると，メモリー市場のシェアは 9割超にも
達する。DRAM 市場は価格が大きく下落して
おり，この影響が二社には表れている18）。
Samsung は，スマートフォン関連事業やその
他の事業が総体を支えている19）。半導体製造事
業の中でも，DRAM を含むメモリー製品類の
価格が大きく下落しており，売上高にもこの影

表 3　2016Q1 Top 20 Semiconductor Sales Leaders

（出所： IC Insights16））
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響が表れている。もう一点は，表中の注記
「（2）」で示されるファブレスの企業群の売上高
が降下している。特に Qualcomm は－25％と
大きく，金額ベースでも10億ドルを超える規模
に及んでいる。
　ここでファブレスの半導体製造事業者に焦点
を移してみる。表 4 は IC Insights が公表した
ファブレス半導体事業者の2015年の売上高の予
想である。2015年の予想であるが，この公表は
2015年12月に行われたものであり，信頼性は高
い。この表の注意点は，2014年からファブレス
企業同士の M&A が活発化しており，表中に
も社名を併記して，これを補足している。
　ファブレス企業の中で業績を大きく下げたの
は，AMD である。2008年に半導体製造事業を
分業化し，母体をファブレス事業化した。とこ
ろが，モバイル製品事業で Intel に遅れ，その
後のスマートフォン製品市場の急成長と PC 市
場の縮小への対応も後手に回り，大きく業績を
落としている。2016年 1 月の AMD の業績発表
では，コンシューマー市場向けの CPU と GPU

の売上高が－42％となっており，4.8億ドルの
損失を計上している21）。ただし，AMDはスマー
トフォン製品市場とはほとんど関係を有してい
ないため，表中からは除外して分析する必要が
ある。
　IC Insights によると，2015年は同社が統計
をとり始めて以来二度目となる IDM（実態の
半導体製造事業者）の業績が上回った22）。この
点について，PC Insights は，IDM はほぼゼロ
成長であるものの，ファブレス企業の業績下落
として分析を締め括っている。しかし，PC 

Insights はこの後に発表した McClean Report23）

中において，この点に関して大変重要なポイン
トを指摘している。図 2は，1983年から2015年
の半導体製造事業における設備投資の推移を示
している。この図を参照すると，ファブレス企
業の不振の構図の裏側を理解できる。
　先ず，図 2は単純に半導体製造事業への設備
投資の前回の急増期が2010年から2011年の間で
あったことを示している。つまり，実際の施設
建造や生産ライン整備等の所要時間を考慮する

表 4　2015F Top 10 Post-Merger Fabless Semiconductor Sales Leader

順位 社　　名
2014年売上高 2015年売上高 成長率

IC IC 以外 合計 IC IC 以外 合計

1 Qualcomm/CSR 20,066 0 20,066 16,032 0 16,032 －20％

2 Avago Technologies/Broadcom 12,957 1,115 14,072 13,922 1,460 15,382 9％

3 MediaTek 7,032 0 7,032 6,504 0 6,504 －8％

4 NVIDIA 4,382 0 4,382 4,628 0 4,628 6％

5 AMD 5,506 0 5,506 3,988 0 3,988 －28％

6 HiSilicon Technologies 3,220 0 3,220 3,830 0 3,830 19％

7 Apple（TSMC） 1,460 0 1,460 3,085 0 3,085 111％

8 Marvell Technology Group 3,733 0 3,733 2,875 0 2,875 －23％

9 Xilinx 2,429 0 2,429 2,175 0 2,175 －10％

10 Spreadtrum Communications 1,340 0 1,340 1,880 0 1,880 40％

　 合計 62,125 1,115 63,240 58,919 1,460 60,379 －5％

単位：100万ドル
（出所：IC Insights20））
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と，現状の半導体製造事業の主力生産施設の多
くがこの時期からの設備投資に該当する。この
次の2014年から2015年にかけての設備投資の成
果については，早くとも2016年末から2017年を
本稼働目標に置いている。
　図 2中に見られるように，これまでの設備投
資額の急増の周期性を踏まえると，2015年は設
備投資額が大きくプラスに転じるはずであった
が，反対に設備投資はわずかにマイナスに振れ
た。2010年から2011年に過去最高の上昇率を見
せた設備投資は，明らかにモバイル製品市場の
急成長を受けてのものであったが，その後も反
動的な落ち込みは少なく，2012年と2013年も高
水準の設備投資が継続してきたことを示してい
る。2014年の設備投資額が14％の増加であった
ため，2015年が－ 1％であったとしても，2011
年以降からの投資規模は一定水準を保っており，
大きな増減のない状況にある。
　これらの要素を踏まえると，2015年から2016
年末までは先端生産施設整備サイクルの微変動
期にあり，基本生産能力とアウトプットが急増
することは想定できない。スマートフォン製品
市場に係るファブレス企業の業績の悪化は，正

にこの点において生じてきた。先端半導体製品
の総生産量の伸びが鈍化し始め，同時に先進国
市場の需要が頭打ち傾向に転じ始めると，SoC

チップやベースバンドチップの販売価格の下落
も始まる。それでも，生産された SoC チップ
やベースバンドチップが価格調整のために廃棄
されることはない。このため，この余剰分は価
格の引き下げや開発途上国向けに大量供給する
ことになる。結果的に，中間価格帯から高価格
帯の SoC チップやベースバンドチップもこの
影響を強く受けることになる。
　スマートフォン製品需要の急増は，ARMベー
スの SoC チップやベースバンドチップを開発
してきたファブレス企業の成長の原動力となっ
てきた。ところが，市況に減速傾向が見え始め
ると，ファブレス企業は委託生産量の増加に対
して急に消極的になる。実は，ファブレス企業
の弱点はここにある。半導体製品製造事業者は，
生産施設整備に要する巨額の先行投資のリスク
を負うが，ファブレス企業からの委託生産に対
してはこの先行投資分と利益分を上乗せし，供
給価格を決定する。そして，スマートフォン製
品製造事業者へのチップ供給価格には，ファブ

（出所 : IC Insights24））
図 2　1983–2015 Semiconductor Industry Capital Spending Rebounded 

History
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レス企業側の研究開発費等の諸経費と利益分が
さらに上乗せされる。ところが，チップ市場価
格が下落し始めると，製造側が供給価格の値下
げに応じない限り，ファブレス企業側がこの下
落分を負うことになる。Apple や Samsung の
ように，自社ブランドのスマートフォン製品用
部品を生産委託や生産するようなケースを除き，
ファブレス企業は市況に対して敏感に反応せざ
るをえない。
　表 4の2015年のファブレス企業の売上高を参
照すると，チップ供給価格帯の高いファブレス
企業ほど市況の影響を強く受けている。
Qualcomm よりも低価格帯のチップ製品を主力
とする Mediatekは，Qualcommと比較すると，
軽度の業績低下となっている。また，さらに低
価格帯のチップ製品を主力とする HiSilicon や
Spreadtrum Communications は業績を伸ばして
いる。
　スマートフォン製品市場の成長速度は減速傾
向を示している。これは紛れもない事実である。
しかし，これがスマートフォン製品の世界市場
全体で生じているわけではない。山本（2016）
の検証からも明らかなように，この減速傾向は
先進国と一部の開発途上国の需給バランス上に
おいて起こっているだけであり，その他の地域
も含め，スマートフォン製品の需要そのものが
減少に転じたわけではない。開発途上国向けの
低価格帯のスマートフォン製品にはまだ巨大な
市場が残されている。ところが，この潜在市場
向けには，スマートフォン製品の価格帯をかな
り引き下げなければならない。例えば，2014年
9 月に Google が「Android One」のインド国
内向け価格を105ドルに設定すると発表し25），
話題となったが，この機種の日本国内価格は約
5 万円である。また，インドメーカーの Intex

が Firefox OS 搭載の「Cloud FX」を約33ドル
でインド国内において販売していた26）。このよ
うなスマートフォン製品価格帯は，開発途上国

向けのプライシングには不可欠となるものの，
部品供給元の半導体製造事業者にとって，現状
の製品層と生産規模では非常に厳しい要求であ
る。

4．　半導体製造事業の複雑性

　表 3に示されるように，半導体製造事業界に
は Intel という不動のリーダーが存在する。
Intel は米国だけでなく， 8 ヶ国に17の生産・
研究の拠点を有している。Intel は，これらの
拠点に対して一定周期で設備投資を行い，生産
施設の再整備，あるいは新設（または，閉鎖）
を行ってきた。この設備投資と生産能力こそが
Intel の力の源泉である27）。
　Intel はスマートフォン製品市場に対して強
く関与してきたわけではない。過去に，Intel

製チップを搭載したスマートフォン製品28）も
販売されたが，このチップ供給は非常に少量で
あったため，市場に影響を与えたり，スマート
フォン製品市場の統計上に表れたりするような
ことはなかった。
　ところが，この Intel の動向は常にスマート
フォン製品市場に間接的に影響してきた。これ
には二つの理由がある。一つは，Qualcomm

の事業戦略である。Qualcomm がファブレス
として SoC チップ生産事業に参入したのは，
Intel のウルトラモバイル事業戦略に対抗する
ためであった29）。特に，プロセッサ市場におけ
る生産量と開発技術力において，Intel は非常
に強大な存在であり，この本格参入を抑止する
ことは容易なことではなかった。ところが，
Qualcomm は他社ライセンス技術を採用して
までも SoC チップ事業を立ち上げ，質と量の
両面において Intel に対抗した。Qualcomm が
実践してきたように，ARM ベースのファブレ
ス企業であっても，所謂「ファウンドリ」との
協業により業績を急伸させることができる。も
う一つは，スマートフォン製品用の SoC チッ
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プ開発にファブレス企業が多数参入し，これに
より半導体製造事業に巨額の設備投資マネーが
流入したことである。それまでの半導体製造事
業と市場は，PC やサーバの市場を独占する
Intel が半導体製品技術と生産技術の両側面に
おいて突出していた。ところが，Qualcomm

を中心とした，ARM ベースの SoC チップと
ベースバンドチップのファブレス企業からの爆
発的な委託生産需要が，Intel 以外の半導体生
産事業者に対しても，Intel の設備投資規模に
対抗可能な規模の投資マネーを運んできた。こ
の設備投資マネーにより，急伸したのが
Samsungと TSMCの二社である。Samsungは，
スマートフォン製品市場の形成期において，自
社製品と Apple 製品の両方への主要部品の供
給役を担い，半導体製造事業が急伸した。また，
TSMC は近年の Apple への SoC チップ生産役
を担い，ファウンドリとしての事業規模を一気
に拡大した。
　表 5は2014年と2015年のファウンドリ事業の

売上高である。スマートフォン製品市場の現状
分析において厄介な点は，この市場の複雑な背
景構造にある。スマートフォン製品市場におけ
る現状の三強は Samsung，Apple，Huawei で
ある。ところが，スマートフォン製品用の SoC

チップ市場の三強は，Qualcomm，Apple，
Mediatekであるが，これら企業はいずれもファ
ブレスであり，実際の生産は半導体製造事業者
が受託している。そして，半導体製造事業者の
三強は，Intel，Samsung，TSMC である。一方
において，ファウンドリ事業の三強は，TSMC

が市場の約54％を握り，GlobalFoundries と
UMC の二社が大きく離されながら追っている。
さらに，Qualcomm の SoC チップやベースバン
ドチップの製造委託先は，Samsung，TSMC，
GlobalFoundries，UMC 等である。Samsung

に至っては，最大規模のスマートフォン製品の
生産者でありながら，その他の前述の全て事業
を営み，かつその上位に位置している。

表 5　Top 10 Worldwide Semiconductor Foundries by Revenue

2015 
Rank

2014 
Rank Vendor 2015 

Revenue
2015 Market 
Share（％）

2014 
Revenue

2015–2014 
Growth（％）

1 1 TSMC 26,566 54.3 25,175 5.5

2 3 GlobalFoundries 4,673 9.6 4,400 6.2

3 2 UMC 4,561 9.3 4,621 －1.3

4 4 Samsung Electronics 2,607 5.3 2,412 8.1

5 5 SMIC 2,229 4.6 1,970 13.1

6 6 Powerchip Technology 985 2 　 917 7.4

7 7 TowerJazz 961 2 　 828 16.1

8 10 Fujitsu Semiconductor 845 1.7 653 29.4

9 8 Vanguard International 736 1.5 790 －6.9

10 9 Shanghai Huahong Grace Semiconductor 651 1.3 665 －2 　

Top 10 for 2015 44,814 91.7 42,431 5.6

Others 4,077 8.3 4,281 －7 　

Total Market 48,891 100 　 46,812

単位：100万ドル
（出所：Gartner30））
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5．　設備投資の競争

　Intel の生産施設には，45 nm，32 nm，22 
nm，14 nm の製造プロセスルールを採用した
生産ラインが整備されている。先端の 14 nm

の製造プロセスを採用した生産施設は，米国の
D1X（オレゴン州），Fab 42（アリゾナ州），
Fab 24（アイルランド）である。ただし，先に
も述べたように，この整備計画や投資等は2011
年から2012年にかけて行われたものであったが，
これらの最先端生産施設の本稼働は米国で2014
年に，Fab 24 は2015年にまでずれ込んだ。
Intel は Fab 42 に対してだけでも50億ドル以上
の設備投資31）を行っており，この遅延はイン
テルの今後の事業戦略にも大きな影響を与えて
いる。
　Intel は2016年 1 月のプレスリリース32）にお
いて，2016年中の設備投資予定額を95億ドルと
公表した。また，Intel を追従するように，
Samsung と TSMC33）も100億ドル超の設備投
資を予定している。Intel の投資規模に対して
もこの二社は正対し，懸命に追従している。こ
のような巨額の設備投資は，10 nm と7 nm 等
の最先端製造プロセスを採用する生産ラインの
整備に向けたものである。
　現状の半導体製造事業において，Intel と
Samsung では既に 14 nm の生産施設が本稼働
している。TSMC でも2016年中に 14 nm での
製造を開始する予定である34）。さらに，Intel，
Samsung，TSMC の三社ともに既に 10 nm の
製造プロセスを実用段階へ進めており，同時に 

7 nm への技術開発が進行中である。ここでも
Intel がやはり先導し，Samsung が僅差で追従
し，やや遅れて TSMC が追っている。
　Samsung と TSMC を除く，表 5 のファウン
ドリ事業者は，Intel から大きく遅れ始めた。
GlobalFoundries35）や UMC36）等のファウンド
リ企業は，IBM Research の「IBM 技術開発ア

ライアンスグループ」に参加し，事実上 IBM

からの製造技術供与を受けながら，生産施設の
更新していくことになる。Intel，Samsung，
TSMC の三強とは別に，IBM からの技術支援
を受けながら，その他のファウンドリ企業が付
いていく構図である。
　半導体製造事業では，14 nm や 16 nm の生
産施設整備競争は既に決着しており，上述した
ように，三強の製造技術開発競争にその他の
ファウンドリ企業は既に独力では追従できない。
Intel，Samsung，TSMC は100億ドル規模の投
資を連続しており，他企業の事業規模ではこの
次元の設備投資は現実的に不可能である。
GlobalFoundries と UMC の二社の年間売上高
を合わせても約92億ドルにすぎない。ARMベー
スの SoC チップやベースバンドチップの需要
の追い風に乗り成長してきたファブレス企業は，
ファウンドリ業界の生産施設に依存してきた。
ところが，表 5 も示すように，SoC チップや
ベースバンドチップのファウンドリ生産額は，
前年比においても微増したにすぎない。この表
中の SMIC，TowerJazz，富士通等の企業は，
スマートフォン向けのプラットフォーム部品の
生産には係っていないし，受注可能な生産施設
も有していない。また，TSMC 以外のファウ
ンドリ企業は，生産量と売上高の両面において
三強とは比較にならないほど事業規模が小さい。
つまり，現状の半導体製造事業界は一時的なア
ウトプットのピークを迎えており，また第二グ
ループのファウンドリ企業はスマートフォン製
品市場の再活性化を牽引するほどの生産力をそ
もそも有してない。
　三強以外は，これから 14 nm や 10 nm の生
産施設をキャッチアップしていく次元であり，
現状の事業規模ではスマートフォン製品市場へ
の物量的な貢献度は高くない。10 nm 以降の
製造技術への対応も，IBM からの技術協力な
しには難しい。実は，これこそが近年の「ス
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マートフォン製品市場に陰り」の正体である。
Qualcomm，Apple，Mediatek の三社を中核に
して，スマートフォン向けの SoCチップやベー
スバンドチップの部品市場が形成されてきたが，
これを支えてきたファウンドリ企業の多くに淘
汰の波が押し寄せている。

6．　生産性のジレンマ

　Intel，Samsung，TSMC の三社以外の事業
者が最先端生産施設の整備に対して積極的にな
れない理由は以下の三点にある。ここまでに既
に論じてきたように，この第一は設備投資の規
模である。最先端半導体製造プロセスは単原子
層レベルの超精密制御に近づいており，この製
造工程や工作機械類は非常に高次かつ高価であ
る。この競争の先頭に立つためには莫大な投資
が必要になる。第二に，最先端の半導体製造方
法は特殊技術と特許類の礎の上に成立している。
IBM や Intel のような歴史を持つ企業は莫大な
製造技術と特許類を蓄積しており，新興企業に
これに対抗する術はない。上記したように，中
規模のファウンドリ企業の多くが IBM からの
技術協力を必要とするのは，この問題のためで
もある。
　第三は，所謂「ムーアの法則」から生じる課
題である。これは極めて単純である。最先端の
半導体製造技術は用いると，ウエハー単位の
チップ採取量が飛躍的に増加する。例えば，仮
に 40 nm から 20 nm の製造プロセスへ移行し
たとすると，同一ウエハーから採取可能なチッ
プ量は一気に 4倍になる。実際には，生産ライ
ンが安定化し，歩留率が向上すると，採集量は
さらに増加する。しかも，仮に同一の基本設計
のチップであったとしても，最先端製造プロセ
スを用いて製造すると，性能と消費電力の二つ
が向上する。これらは一見しただけでは，メ
リットはあっても，デメリットは見当たらない。
しかし，市場には省電力性の向上した高性能

チップが大量に現れることになる。これは，従
来品の価格下落を引き起こしかねない。このた
め，ファウンドリ企業にとって最先端生産施設
の整備計画は戦略上でも最も難しい要所となる。
この失策は自身にも致命傷を与えかねない。
　図 1が示すように，スマートフォン製品市場
における SoC チップとベースバンドチップの
供給元の筆頭は Qualcomm である。この
Qualcomm のファウンドリとして生産を受託して
きたのは，Samsung，TSMC，GlobalFoundries

等である。先行する Samsung と TSMC に新
たに 10 nmや 7 nmの生産施設が整備されれば，
Qualcomm はこの二社のいずれか，または両
社へ最新設計チップの生産を委託することにな
る。他方，この Qualcomm の新チップ製品が
ベースプラットフォームの市場へ大量に供給さ
れ始めると，スマートフォン製品向けのベース
プラットフォーム市場では従来品の値崩れも起
こり始める。中規模以下のファウンドリ企業に
とって，Qualcomm 製チップの価格調整は歓
迎できるものではないが，新興国向けの低価格
帯の部品供給量が増加することになる。これが
スマートフォン製品市場の出荷台数ベースの成
長を底上げすることになる。
　2017年に向けて，注目すべきは Mediatek で
ある。Qualcomm と同様にファブレス企業で
あるが，事業戦略はその正反対に位置する。
Mediatek は，最先端製造プロセスの競争には興
味を示さない。SoC チップやベースバンドチッ
プの開発においても，Qualcomm に対して機
能や性能の競争を挑むような戦略は採らない。
例えば，Mediatek は2015年 5 月に，業界初と
なる10コア統合製品「Helio X20（MT6797W）」
を発表し，業界を驚かせた。ただし，これは同
社の最先端製品でありながら，TSMC の 20 
nm の生産ラインを使用している。TSMC では
既に 14 nm の生産ラインが稼働しており，先に
も述べたように，既に 10 nm の生産ライン整
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備も進めている。Mediatek にとって MT6797W

は初のハイエンド向け製品であるにもかかわら
ず，あえて 20 nm の生産ラインを採択した理由
は，単純にその製造コストにある。TSMC の 

20 nm の生産ラインは間もなく二世代前の製
造プロセスとなるため，委託生産費を格段に安
く設定できる37）。
　Apple や Qualcomm のように，最先端生産
施設への巨額投資を惜しまない企業は，これま
でと同様の戦略的アプローチの上に事業計画を
推進している。一方において，設備投資回収を
終えた既設の生産ラインを最大活用し，コスト
パフォーマンス重視のアプローチにシフトする
ファブレス企業も台頭してきた。Mediatek の
シェアの急伸もこのアプローチによるものであ
る。これは，スマートフォン向けの SoC チッ
プは既に十分な性能を有しており，単なる性能
と省電力性の競争から，実用性と経済性を優先
する成熟ステージへ到達したことを意味する。

7．　結　　　　　び

　スマートフォン製品市場の急成長により，半
導体市場には新風が吹きこんだ。Intel の一強
支配に近い状態であった半導体市場に，Intel

の未参入の巨大市場が突然に生まれた。この市
場を巡り，Intel 以外の半導体製造事業者は巨
額の投資を行い，技術開発競争に邁進してきた。
本論からも明らかなように，先進国市場におけ
る競争は既に終焉に近づき，視線の先は開発途
上国市場へと向かっている。
　ARM ベースの SoC チップは既に 8コアの製
品が出揃い，さらに MT6797W のような10コ
アの製品まで出荷されている。スマートフォン
製品向けの SoC チップは，コア数や動作周波
数等の仕様だけを見ると，Intel の Core i7 を
凌駕しかねない数値を示している。実質的な性
能は Intel 製品には及ばないものの，PC に相
当する体感性能に近づきつつあることは間違い

ない。スマートフォンやタブレットのプラット
フォームを超える次元の性能競争へと既に向か
い始めた。
　Samsung や TSMC 等の一部の半導体製造事
業は，スマートフォン製品市場だけをターゲッ
トにしているわけではない。Intel も含めて，
半導体市場ではポスト PC 市場への競争が既に
始まっている。過去の「Intel 対 RISC 勢」の
再現のように，「Intel 対 ARM 勢」として捉え
るのは，あまりにも短絡的である。半導体製造
事業者はポスト PC を見据えた次世代の生存競
争へと既に移行し始めている。
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　 　https://www.strategyanalytics.com/strategy-
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